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1. 特性和优点 

 

 小尺寸，低功耗，32*24 像素红外阵列 

 方便集成 

 标准的 TO39 封装 

 出厂校准 

 噪声等效温差（NETD） 

0.1K RMS@1Hz 速率 

 I2C 兼容数字接口 

 可编程刷新速率 0.5Hz~60Hz 

 供电电压 3.3V 

 电流消耗：≤23mA 

 两种视场角可选：55°*30°和 110°*75° 

 工作温度：-45~85℃ 

 测温范围：-40~300℃ 

 符合 RoHS 标准 

 

 

 

更多信息请访问 http://www.winkooo.com 

红眼睛相机开发模块及技术文档 

 

 

 

 

 

2. 应用实例 

 

 高精度非接触温度测量 

 安防、入侵检测 

 人体检测 

 智能楼宇环境温度测控 

 汽车空调控制 

 微波炉、烤箱温度检测与控制 

 工业零件温度监测 

 可视化温度传感器 

 驱动程序可从下面网页下载： 

https://github.com/melexis/mlx9064

0-library 

 

3. 概述 

MLX90640 是工业标准并经过完全校准的 32*24

像素热红外阵列传感器，采用 4 脚 TO39 封装以及

I
2
C 兼容的数字接口。 

MLX90640 包含 768 个热红外像素点。内嵌自身

环境温度传感器和 VDD 电压检测 ADC。通过 I
2
C 接

口，可以访问存储于内部 RAM 中的红外阵列、环境

温度以及 VDD 实时数据。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图表 1 功能组成框图 

 

带隙基准和 

PTAT 传感器 

数字 

校准器 

34MHz 

晶振 

阵列 

M 像素 
M 放大器 

M  

AD 转换 

EEPROM RAM I2C 

VDD 

VSS 

SDA 

SCL 

MLX90640 32x24 IR array         稳控科技（译） 
数据手册 

http://www.winkooo.com/
https://github.com/melexis/mlx90640-library
https://github.com/melexis/mlx90640-library


MLX90640 32x24 红外阵列 
数据手册 

版本：11-3 2018 年 9 月          河北稳控科技有限公司（译）                   第 3 页 共 37 页 

目录 

目录 

封面 ........................................................................................................................................... 1 

1. 特性和优点 ......................................................................................................................... 2 

2. 应用实例 ............................................................................................................................. 2 

3. 概述 ..................................................................................................................................... 2 

目录 ........................................................................................................................................... 3 

4. 订购信息 ............................................................................................................................. 7 

5. 术语、缩写说明 ................................................................................................................. 8 

6. 管脚定义 .............................................................................................................................. 9 

7. 绝对最大值范围 ................................................................................................................. 9 

8. 一般电气特性 ................................................................................................................... 10 

9. 异常像素修正 ................................................................................................................... 11 

10. 详细说明 ......................................................................................................................... 11 

10.1. 像素位置（坐标） ................................................................................................. 11 

10.2. 通讯协议 ................................................................................................................. 12 

10.3. 测量模式 ................................................................................................................. 13 

10.4. 更新速率（刷新速率） ......................................................................................... 13 

10.5. 测量流程 ................................................................................................................. 14 

10.6. 测量刷新与读取 ..................................................................................................... 15 

10.7. 地址映射（分布） ................................................................................................. 16 

11. 计算对象温度 ................................................................................................................. 22 

11.1. 从 EERPOM 恢复校准参数 ....................................................................................... 22 

12. 性能测试图表 ................................................................................................................. 23 

12.1. 精度 ......................................................................................................................... 23 

12.2 启动时间 ................................................................................................................... 25 

12.3. 噪声性能和分辨率 ................................................................................................. 26 

12.4. 视场 (FOV) ............................................................................................................. 29 

13. 应用信息 ......................................................................................................................... 30 

13.1. 电路设计注意事项 ................................................................................................. 30 

13.2. 工作于“图像模式” ............................................................................................. 31 



MLX90640 32x24 红外阵列 
数据手册 

版本：11-3 2018 年 9 月          河北稳控科技有限公司（译）                   第 4 页 共 37 页 

14. 使用建议 ......................................................................................................................... 32 

15. 机械尺寸 ......................................................................................................................... 33 

15.1. FOV 55° ................................................................................................................. 33 

15.2. FOV 110° ............................................................................................................... 34 

15.3. 标记序列号 ............................................................................................................. 35 

16. 标准信息 ......................................................................................................................... 36 

17. 静电防护 ......................................................................................................................... 36 

18. 文档修订历史 ................................................................................................................. 36 

19. 联系我们 ......................................................................................................................... 37 

20. 免责声明 ......................................................................................................................... 37 

 

 

 

  



MLX90640 32x24 红外阵列 
数据手册 

版本：11-3 2018 年 9 月          河北稳控科技有限公司（译）                   第 5 页 共 37 页 

表格引用 
表格 1 订购信息 ...................................................................................................................... 7 

表格 2 术语、缩写说明 .......................................................................................................... 8 

表格 3 管脚定义 ...................................................................................................................... 9 

表格 4 绝对最大值范围 ......................................................................................................... 9 

表格 5 电气特性 ................................................................................................................... 10 

表格 6 子页刷新优先级控制 ............................................................................................... 17 

表格 7 EEPROM 中的配置参数地址定义 .............................................................................. 19 

表格 8 EEPROM 地址与寄存器地址映射关系 ...................................................................... 19 

表格 9 EEPROM 地址分布框图 .............................................................................................. 20 

表格 10 按位说明的校正参数 ............................................................................................. 21 

表格 11 噪声特性 ................................................................................................................. 28 

表格 12 可选视场 ................................................................................................................. 29 

表格 13 修订历史 ................................................................................................................. 36 

 

图示引用 
图表 1 功能组成框图 .............................................................................................................. 2 

图表 2 MLX90640 外形及管脚定义 ........................................................................................ 9 

图表 3 像素点在视域中的位置 ........................................................................................... 11 

图表 4 I
2
C 写命令格式（使用默认的从地址 0x33） ........................................................ 12 

图表 5 I
2
C 读命令格式（使用默认的从地址 0x33） ........................................................ 12 

图表 6 刷新速率时序 ........................................................................................................... 13 

图表 7 推荐测量流程 ........................................................................................................... 14 

图表 8 行交错模式分布（高亮单元格为有效数据） ....................................................... 15 

图表 9 像素交错模式分布（高亮单元格为有效数据） ................................................... 15 

图表 10 MLX90640 存储器地址分布 .................................................................................... 16 

图表 11 状态寄存器（0x8000）定义说明 ......................................................................... 16 

图表 12 控制寄存器 1（0x800D）定义说明 ...................................................................... 17 

图表 13 I
2
C 配置寄存器 I2CCFG（0x800F）定义说明 ...................................................... 18 

图表 14 RAM 地址分布（棋盘模式）-出厂默认 ................................................................ 18 

图表 15 RAM 地址分布（行交错模式） .............................................................................. 18 

图表 16 温度计算流程 ......................................................................................................... 23 

图表 17 不同型号传感器的测温精度区域划分 ................................................................. 23 

图表 18 测温精度（左为 BAA，右为 BAB） ....................................................................... 23 

图表 19 噪声与刷新速率关系曲线 ..................................................................................... 26 

图表 20 MLX90640BAA 像素噪声与所处位置的关系（刷新速率 1Hz、2Hz） ................. 26 

图表 21 MLX90640BAA 像素噪声与所处位置的关系（刷新速率 4Hz、8Hz、16Hz） ..... 27 

图表 22 MLX90640BAB 像素噪声与所处位置的关系（刷新速率 1Hz、2Hz） ................. 27 

图表 23 MLX90640BAB 像素噪声与所处位置的关系（刷新速率 4Hz、8Hz、16Hz） ..... 27 

图表 24 视场测量 ................................................................................................................. 29 

图表 25 MLX90640 电路连接 ................................................................................................ 30 

图表 26 热成像（图像）计算流程 ..................................................................................... 31 



MLX90640 32x24 红外阵列 
数据手册 

版本：11-3 2018 年 9 月          河北稳控科技有限公司（译）                   第 6 页 共 37 页 

图表 27 机械尺寸图（55°视场） ..................................................................................... 33 

图表 28 机械尺寸图（110°视场） ................................................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MLX90640 32x24 红外阵列 
数据手册 

版本：11-3 2018 年 9 月          河北稳控科技有限公司（译）                   第 7 页 共 37 页 

4. 订购信息 

产品 温度 封装 选型码 定制码 封装形式 说明 

MLX90640 E SF BAA 000 TU 32*24 红外阵列 

MLX90640 E SF BAB 000 TU 32*24 红外阵列 

 

举例： 

温度码 E：-40~85℃ 

封装码 SF：TO39 封装 

选型码 

xAx：禁用 TGC 功能，并且不可更改 

xxA：视场角 110°*75° 

xxB：视场角 55°*35° 

定制码 000：无定制的标准产品 

封装形式 TU：管状 

订购举例 MLX90640ESF-BAA-000-TU 

表格 1 订购信息 
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5. 术语、缩写说明 

TC 温度校正系数，单位 ppm/℃ 

POR 上电复位 

IR 红外线 

Ta 环境温度（封装外皮温度） 

IR data 红外数据（与接收到的红外光能量呈正比的原始 AD数据） 

ADC 模拟数字转换器 

TGC 温度梯度系数 

FOV 视场域（角） 

nFOV 第 n 个像素的视场角 

I2C 一种数字总线标准 

SDA I
2
C 总线的数据线 

SCL I
2
C 总线的时钟线 

LSB 低位在前（按位传输数据时） 

MSB 高位在前（按位传输数据时） 

Fps 帧每秒（描述数据的传输速率） 

MD 主驱动器（主设备） 

SD 从设备 

ASP 模拟信号处理 

DSP 数字信号处理 

ESD 静电放电 

EMC 电磁兼容 

CP 补偿像素 

NC 未连接 

NA 不适用 

TBD 待定，不确定 

TO 像素温度值，测量到的物体温度 

表格 2 术语、缩写说明 
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6. 管脚定义 

管脚号 管脚名称 功能说明 

1 SDA I
2
C 串行接口数据线（输入/输出） 

2 VDD 电源正 

3 GND 电源负（GND） 

4 SCL I
2
C 串行接口时钟线（输入） 

表格 3 管脚定义 

 

 

图表 2 MLX90640 外形及管脚定义 

 

7. 绝对最大值范围 

参数 符号 最小值 标准值 最大值 单位 备注 

电源（超压） 
VDD 

  5 V  

电源（工作）   3.6 V  

负压（所有引脚）    -0.3 V  

操作温度 TAMB -40  85 ℃  

存储温度 TST -40  125 ℃  

静电（AEC Q100 002）  4   kV  

SDA 灌电流    40 mA  

表格 4 绝对最大值范围 

注：超过绝对最大额定值可能造成永久性损害。长时间工作在绝对最大额定条件下可能会影

响设备的可靠性。 
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8. 一般电气特性 

参数 符号 最小值 标准值 最大值 单位 备注 

供电电压 VDD 3 3.3 3.6 V  

电流消耗 IDD 15 20 25 mA  

上电复位启动电压 VPOR_UP 2.2  2.6 V VDD 上升沿 

上电复位关机电压 VPOR_DOWN   2.55 V VDD 下降沿 

上电复位迟滞 VPOR_HYS  50  mV  

I2C 地址  0x01 0x33 0xFF   

输入高电平 

SDA、SCL 
VIH 0.7*VDD   V  

输入低电平 

SDA、SCL 
VLOW   0.3*VDD V  

输出低电压 SDA VOL   0.4 V  

漏电流 
ISDA_LEAK   ±10 uA SDA 

ISCL_LEAK   ±10 uA SCL 

电容特性 
CSDA   10 pF SDA 

CSCL   10 pF SCL 

应答装载时间 TSUAC(MD)   0.45 uS  

应答保持时间 TDUAC(MD)   0.45 uS  

应答装载时间 TSUAC(SD)   0.45 uS  

应答保持时间 TDUAC(SD)   0.45 uS  

I2C 时钟频率 FI2C  0.4 1 MHz  

EEPROM 擦/写周期    10   

EEPROM 写操作耗时 TWRITE 5   mS  

表格 5 电气特性 

 

注：为了获得最佳性能，建议将电源电压尽可能准确稳定地保持在 3.3V±0.1V。 

注 2：当要修改 EEPROM 中的数据时，必须先执行擦除操作 (写 0x0000)。每次写完后至少需

要 5毫秒的延迟。 

注 3：从设备地址必须为 1~127（0 地址不可使用）。 
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9. 异常像素修正 

因为生产工艺原因，MLX90640 的 768 点阵中会存在不能使用或者精度未能达到要求的

像素点（最多 4 个像素），错误（异常）的像素数据表现为 0 或者明显超出温度范围。这些

不能使用的像素信息保存于EEPROM中，可以通过I
2
C接口读出这些异常像素点并加以校正，

校正方法可以使用相邻正确像素的平均值的方法。 

 

10. 详细说明 

10.1. 像素位置（坐标） 

数据阵列由 768 个红外传感器测构成（每个传感器也称作“像素”）。每个像素用它所处

的行和列来表示 PIX(i,j)，i 表示行（1~24），j表示列（1~32）。 

 

 

 
图表 3 像素点在视域中的位置 

第
1
列

 

第
2
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10.2. 通讯协议 
该设备采用 I

2
C 协议，支持快速模式（FM+）（最高 1MHz 时钟频率），只可作为从机在总

线上使用。 

SDA 和 SCL 端口 5V兼容，可以直接连接到 5V逻辑的 I
2
C 总线网络。 

从地址可编程的，可以有多达 127 个不同的从地址。 

10.2.1. Low level  

10.2.1.1. 开始和停止条件 

每次通讯均以 START 条件发起，并以 STOP 条件结束。START 条件是指 SDA 由高到低跳

变，而 STOP 条件是指 SDA 由低到高跳变，这两种信号都必须在 SCL 高电平时执行。 

 

10.2.1.2. 设备寻址 

寻址动作由主设备发起，主设备在开始信号（START 信号）完成后发送 7位从设备地址

码和 1位读写标识码。读写位表示数据的传输方向。 

读（高电平）：主设备将从从设备读取数据 

写（低电平）：主设备将向从设备发送数据 

 

10.2.1.3. 应答 

主设备发送完 8位的从机地址后，在第 9个时钟周期释放 SDA 总线，若从机拉低 SDA 表

示应答信号（ACK），否则表示非应答信号（NoACK）。 

 

 

图表 4 I
2
C 写命令格式（使用默认的从地址 0x33） 

 

 
图表 5 I

2
C 读命令格式（使用默认的从地址 0x33） 

  

I2C 写 

I2C 读 

从地址 

从地址 从地址 
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10.3. 测量模式 

在此模式下，MLX90640 不断的更新红外阵列数据和环境温度数据到内部的 RAM 区，更

新速率取决于帧速率寄存器（𝐹𝑝𝑠）的值，亦即：每
1

𝐹𝑝𝑠
秒进行一次更新。在此模式下，外接的

上位机（MCU）对所有寄存器和存储器具有完全的访问权（可读写任意寄存器和 RAM、EEPROM）。 

 

10.4. 更新速率（刷新速率） 

更新速率由“控制寄存器 1”（0x800D）控制。例如：设置此寄存器=011B，则更新速率

为 4Hz，也就是每 250ms 更新一次 RAM。 

注：可直接修改寄存器的值来实现刷新速率的修改，另外还可以将所需的刷新率编程到

EEPROM 中，从而消除避免每次开机时重新配置的过程。刷新速率对应的 EEPROM 单元地址是

0x240C（见表 8）。 

被更新的 RAM 有多个页，最新被更新的子页在“最后测量子页”域中显示。 

 

如果要计算环境温度（Ta）则必须同时读取两个 RAM 子页，因为环境温度的计算需要两

个子页的数据合并以后方可获得，即：环境温度的转换速率会比“控制寄存器 1”设置的速

率慢一半。 

当新的一个子而数据更新完成后，“状态寄存器”（0x8000）的 bit3 自动置 1，此位需要

用户在读取子页后置 0。 

 

 

刷新速率控制=011B（4Hz） 

图表 6 刷新速率时序 

 

  

状态寄存器 bit3 置位时间点 
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10.5. 测量流程 
推荐使用下面的测量流程： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图表 7 推荐测量流程  

上电复位 

等待 80ms+一次刷新的时长 

从 EEPROM 中提取校准数据并存储于 RAM 中 

绝对温度测量？ 

读取测量数据，页 0 

清除测量完成标志位 

计算页 0 温度 

手动测量模式？ 

Wait time determined by RR – 20% 

新页更新完成？ 

读取测量数据，页 1 

清除测量完成标志位 

计算页 1 温度 

手动测量模式？ 

Wait time determined by RR – 20% 

新页更新完成？ 

否 

是 

等待 4 分钟 

（使传感器达到热平衡） 

否 

是 

设置寄存器 STATUS[5]=1 

否 

是 

设置寄存器 STATUS[5]=1 

 

否 

是 

否 是 

12.2.1 中是 

40ms+xx 

10.7.1
中说 

bit5 是
保留的 
不可修
改 

10.7.1 中说 
bit5 是保留的 
不可修改 

没必要等 4 分钟 

只是转换精度受

影响而已 
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10.6. 测量刷新与读取 

测量完成的红外阵列数据更新到 RAM 区，占用 1536 字节，MLX90640 每次测量一半像素

点，分两次完成所有 768 像素的测量，在逻辑上将每次测量完成的一半称为一个子页，故此

数据帧有两个子页面（两个子页合并以后才是完整的 768 个像素数据），每次完成一半像素

点的分布模式有两种，可通过控制寄存器 1（0x800D）的 bit12 位来设置。 

（1）棋盘模式（默认），（每个像素间隔排列-像素交错模式） 

（2）电视交错模式，（隔行排列-行交错模式） 

注 1：标准的 MLX90640 是在棋盘模式下校准的，因此传感器在棋盘模式下具有更好的噪声

滤除性能。为了得到最好的结果，建议使用默认的棋盘模式。 

注意 2：请确认子页面寄存器的配置。详见：表 6子页面控件的优先级。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图表 8 行交错模式分布（高亮单元格为有效数据） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图表 9 像素交错模式分布（高亮单元格为有效数据） 
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10.7. 地址映射（分布） 
0x0000 

 

0x03FF 

ROM 

0x0400 

 

0x07FF 

RAM 

0x2400 

 

0x273F 

EEPROM 

0x8000 

 

0x800C 

寄存器 

（MLX 保留） 

0x800D 

 

0x8010 

寄存器 

0x8011 

 

0x8016 

寄存器 

（MLX 保留） 

图表 10 MLX90640 存储器地址分布 

 

10.7.1. 内部寄存器 

有一些内部寄存器可供用户访问，通过这些寄存器可以对 MLX90640 进行配置: 

状态寄存器 STATUS（0x8000） 

位 符号 值   描述 默认值 

Bit15:5   保留  

Bit4   
RAM 中的数据是否可写 

0：不可写；1：可写 
 

Bit3   
子页更新完成标志位 

1：更新完成，此位必须用户写 0清除 
 

Bit2:0   

子页面测量控制 

000：测量子页面 0 

001：测量子页面 1 

010~111：保留 

 

 

图表 11 状态寄存器（0x8000）定义说明 

控制寄存器 1CTR1（0x800D） 

位 符号 值   描述 默认值 

Bit15:13   保留  

Bit12   
像素分布模式 

0：行交替模式（TV模式） 
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1：像素间隔模式（棋盘模式），默认 

Bit11:10   

采样分辨率设置 

00：16 位 

01：17 位 

10：18 位（默认） 

11：19 位 

 

Bit9:7   

刷新速率控制 

000：0.5Hz 

001：1Hz 

010：2Hz 

011：4Hz 

100：8Hz 

101：16Hz 

110：32Hz 

111：64Hz 

 

Bit6:4   

指定要更新的子页 

000：子页 0 

001：子页 1 

010~111：未定义 

 

Bit3   

子页切换控制（仅当子页模式=1 时有效） 

0：自动切换子页 0和子页 1（默认） 

1：指定子页号 

 

Bit2   

RAM 更新控制 

0：测量完成后自动更新到 RAM（默认） 

1：仅当状态寄存器中的 RAM 可写=1 时才将测量

结果更新到 RAM 

 

Bit1   保留 0 

Bit0   

使能子页模式 

0：禁用子页模式，所有数据更新在一页里 

1：使能子页模式（页 0和页 1），默认 

 

 

图表 12 控制寄存器 1（0x800D）定义说明 

 

使能子页模式 

CTR1[bit0] 

使能子页指定 

CTR1[bit3] 

指定子页 

CTR1[bit6:4] 

工作模式 

0 0 - 仅测量子页 0 

0 1 - 仅测量子页 0 

1 0 - 子页 0和 1自动交替 

1 1 0 仅测量子页 0 

1 1 1 仅测量子页 1 

表格 6 子页刷新优先级控制 
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I
2
C 配置寄存器 IICCFG（0x800F） 

位 符号 值   描述 默认值 

Bit15:4   保留  

Bit3   保留，总是 0  

Bit2   

SDA 驱动电流控制 

0：电流限制功能打开（默认） 

1：电流限制功能关闭 

 

Bit1   

高低电平参考电压设置 

0：VDD（默认） 

1：1.8V 

 

Bit0   

禁用 FM+模式（快速模式） 

0：不禁用，即：使用 FM+模式（默认） 

1：禁用 FM+模式 

 

 

图表 13 I
2
C 配置寄存器 I2CCFG（0x800F）定义说明 

 

10.7.2. RAM 

 

图表 14 RAM 地址分布（棋盘模式）-出厂默认 

 

 

图表 15 RAM 地址分布（行交错模式） 
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10.7.3. EEPROM 

EEPROM 中存储的是 MLX90640 的校准参数和上电后自动加载的寄存器值。 

EEPROM 地址 访问权限 含义说明 

0x2400 

MLX 

保留 0x2401 

0x2402 

0x2403 上电后加载到配置寄存器 

0x2404 

保留 0x2405 

0x2406 

0x2407 唯一识别码 ID1 

0x2408 唯一识别码 ID2 

0x2409 唯一识别码 ID3 

0x240A 设备选项 

0x240B 保留 

0x240C 

用户 

上电后加载到控制寄存器 1 

0x240D 上电后加载到控制寄存器 2 

0x240E 上电后加载到 I
2
C 配置寄存器 

0x240F 高字节保留  低字节 I
2
C 地址 

表格 7 EEPROM 中的配置参数地址定义 

 

上电复位后，MLX90640 从 EEPROM 读取参数，并将对应参数加载到配置寄存器和控制寄

存器。通过这种方式完成测量前的自动配置工作。EEPROM 中一些地址与寄存器的对应关系

如下表所示（寄存器的具体定义说明请参阅 10.7.1 小节）。 

EEPROM 地址 寄存器地址 访问权限 寄存器名称 数值 

0x240C 0x800D 用户 控制寄存器 1 0x1901 

0x240D 0x800E 用户 控制寄存器 2 0x0000 

0x240E 0x800F 用户 I
2
C 配置寄存器 0x0000 

0x240F 0x8010 用户 高字节保留  低字节 I
2
C 地址 0xBE33 

表格 8 EEPROM 地址与寄存器地址映射关系 
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地址 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

0X2400 

O
sc T

rim 

A
na T

rim 

M
LX 

C
FG 

M
LX 

M
LX 

M
LX 

I
D1 

I
D2 

I
D3 

M
LX 

M
LX 

C
TR1 

C
TR2 

I
2CC

FG 

A
ddr 

0X2410 

O
CC 

o
sAvg 

OCC row 01…24(6*4*3bit+sign) OCC col 01…32(8*4*3bit+sign) 

0X2420 

A
CC 

a
AVG 

ACC row 01…24(6*4*3bit+sign) ACC col 01…32(8*4*3bit+sign) 

0X2430 

G
AIN 

P
TAT2

5 

K
vKtP

TAT 

K
vVDD

25 

K
vAvg 

M
LX 

K
taAv

g 

K
v,Kt

a Sc
a 

A
CP 1

,2 

O
ff-C

P1,2 

K
v,Kt

a Cp 

K
s Ta

,TGC 

K
s To

 4,3 

K
s To

 2,1 

C
T 4,

3 

0X2440 

768 组偏移值、α、Kta、异常值（参数） 

0X2450 

0X2460 

0X2470 

0X2480 

0X2490 

0X24A0 

0X24B0 

0X24C0 

0X24D0 

0X24E0 

0X24F0 

0X2510 

0x2520 

…… 

…… 

…… 

0x2730 

表格 9 EEPROM 地址分布框图 
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表格 10 按位说明的校正参数 

 

注 1：EEPROM 中的地址 0x2440~0x273F 内包含了每个像素的校准信息（出厂时已完成校准），

可能不等于 0x0000。当任意某个像素数据等于 0x0000 时，基本可以认定这个像素采样失败

（错误数据），此值不可用于计算温度。根据用户的实际应用需求，这些错误的像素数据值

可以替换为默认值，如-273.15℃，当然也可以取环境温度代替，或者从相邻像素计算平均

值。 

 

注 2：EEPROM 中的地址 0x2440~0x273F 每个字的最低位表示某个像素在出厂校准时是否达

到了校准规范要求，如果该位=1，则表示该像素至少有一个校准参数超出了校准规范，且该

像素被认为是异常值，即：这个像素的值在测量过程中不可信（精度难以保障）。根据不同

的应用需求，可以选择用相邻像素表示的平均温度来代替该像素的测量结果。 

 

注 3：每个 MLX90640 传感器中最多可能存在 4个不能用的像素（请检查 EEPROM 标志位，前

在使用过程中人为校正这些像素的数值）。 
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11. 计算对象温度 

11.1. 从 EERPOM 计算校准参数 

注：EEPROM 中的所有数据均为二进制补码形式（另有说明时除外） 

注：下面文字中，用 EE[0xxxx]表示 EEPROM 中某个地址的数值，每个值占用 2字节。 

在本例中，我们将恢复像素（12,16）的校准数据 

11.1.1. 恢复 VDD 传感器参数 

下面的公式用于计算 MLX90640 的 VDD： 

𝐾𝑉𝑑𝑑 =
𝐸𝐸[0𝑥2433]&0𝑥𝐹𝐹00

28
 

如果𝐾𝑉𝑑𝑑 > 127 则𝐾𝑉𝑑𝑑 = 𝐾𝑉𝑑𝑑 − 256 

𝐾𝑉𝑑𝑑 = 𝐾𝑉𝑑𝑑 × 25 

 

𝑉𝐷𝐷25 = 𝐸𝐸[0𝑥2433]&0𝑥00𝐹𝐹 

𝑉𝐷𝐷25 = (𝑉𝐷𝐷25 − 256) × 25 − 213 

 

11.1.2. 恢复环境温度传感器参数 

一堆乱乱的公式，而且丝毫没有解释说明，把取某些位的方法非要搞成公式，还有就是

有符号数（signed）用“如果…那么…”的文字来描述，把简单的事搞得好像很复杂的样子。

瞎卖弄啥，也卖弄不清楚，脑袋有问题。 

对于神一样的没有任何解释说明的算式，MLX 提供的驱动程序包里已经包含了这部分，

所以就不在这里浪费时间了（确实没有意义）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐾𝑉𝑑𝑑= EE[0x2433]的高字节*32 

𝐾𝑉𝑑𝑑=(signed short)((EE[0x2433]&0xFF00)>>8)*32 

电源电压计算（所有像素共用） 

环境温度计算（所有像素共用） 

 

增益补偿 

红外数据补偿（偏移、VDD 和环境温度） 

红外数据梯度补偿 

Normalizing to sensitivity（正常化,灵敏度） 

计算像素点温度值 

图像数据处理 
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图表 16 温度计算流程 

12. 性能测试图表 

12.1. 精度 

所有精度指标仅适用于固定的等温条件。 

此外，只有当目标完全填满传感器的 FOV（视场）时，精度才有效。 

参数定义: 

帧精度：数据帧或帧中所有（768）像素的平均值，第 n帧数据的精度可以使用下式计算： 

𝑇0_𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒(𝑛) =
1

768
∑ 𝑇0(𝑚, 𝑛)

768

𝑚=1

 

帧精度 = 𝑇0_𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒(𝑛) − 实际温度𝑇𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 

非均匀性：也称“不一致性”，是指每个像素相对于平均值的最大偏差。 

不一致性 = MAX(|𝑇0(m) − 𝑇0_𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒(𝑛)|) 

像素温度的绝对精度为： 

绝对精度𝑇0𝑎𝑐𝑐(𝑛) = 帧精度 + 不一致性 

 

MLX90640 对视场内不同区域的测温精度所有不同，如下图所示，将视场划分为 3个区域。 

 
图表 17 不同型号传感器的测温精度区域划分 

每个区域内的测温精度指示如下图所示： 

 

图表 18 测温精度（左为 BAA，右为 BAB） 
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例：假设传感器（BAA 类型，区域 1）测量的是 80℃的目标，则温度结果的最大误差不会

超过： 

绝对精度 = 帧精度 + 不一致性 = ±1 ± 0.5 = ±1.5℃ 

 

注：为了获得最佳的性能，电源电压应尽可能准确稳定的保持在 3.3V±0.1V。 
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12.2 启动时间 

12.2.1. 第 1 组有效数据 

上电启动后到第一组有效数据测量完成的时长𝑇𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑_𝑑𝑎𝑡𝑎与采集速率（刷新速率）参数

有关，可以使用下式计算： 

𝑇𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑_𝑑𝑎𝑡𝑎 = (40 +
1000

𝑥𝐻𝑧
) 𝑚𝑠 

例：默认采集速率为 2Hz，则自上电后开始到首组个有效数据完成需要的时间为： 

𝑇𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑_𝑑𝑎𝑡𝑎 = (40 +
1000

𝑥𝐻𝑧
) = (40 + 500) = 540𝑚𝑠 

 

上电复位后，总是先测量子页 0，然后是子页 1。 

注：如果动态更改刷新速率（通过将新值写入设备寄存器（0x800D）），则仅在被测量

的子页面完成后才会生效。 

 

 

12.2.2. 发热特性 

MLX90640 在启动后需要一定的时间达到热平衡，热平衡后才具有相对稳定和高精度性

能，这一时间一般不超过 4分钟。 

 

 

 

 

 

  

默认 2Hz 
修改为 8Hz 

本次测量完成后，才会真正变为 8Hz 
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12.3. 噪声性能和分辨率 

配置寄存器（0x800D）中有两个位（bit11:10）可以更改 MLX90640 测量值的分辨率。 

提高分辨率可以降低噪声，提高整体噪声性能。 

噪声测量条件为：To=Ta=25℃ 

注：由于热红外辐射的性质，高温时噪声减小，低温时噪声增大属于正常现象。 

 

图表 19 噪声与刷新速率关系曲线 

并非所有像素都具有相同的噪声性能。由于集成透镜的光学性能，通常情况下，与中

间的传感器相比，帧角的像素噪声更大。下图显示了噪声性能随帧内像素位置(像素数)的

分布情况。 

 

图表 20 MLX90640BAA 像素噪声与所处位置的关系（刷新速率 1Hz、2Hz） 
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图表 21 MLX90640BAA 像素噪声与所处位置的关系（刷新速率 4Hz、8Hz、16Hz） 

 

 

图表 22 MLX90640BAB 像素噪声与所处位置的关系（刷新速率 1Hz、2Hz） 

 

图表 23 MLX90640BAB 像素噪声与所处位置的关系（刷新速率 4Hz、8Hz、16Hz） 
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NETD（K） 1Hz 噪声有效值（RMS），温度相同，所有像素 

MLX90640 平均值 最小值 标准差 

BAA 0.14 0.1 0.05 

BAB 0.25 0.2 0.05 

表格 11 噪声特性 
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12.4. 视场 (FOV) 

 

图表 24 视场测量 

 

视场是以较宽方向计算的，本实例中是指 32像素的方向。 

 

视场 
X 方向 Y 方向 

中心点指向 

（X和 Y方向） 

标准 标准 最大 

MLX90640-ESF-BAA 110° 75° 5° 

MLX90640-ESF-BAB 55° 35° 3° 

表格 12 可选视场 

 

本小节实在没搞懂，哪位可以告诉这节是什么目的？想说明什么问题？ 

因为没看懂上面的图和下面那句话。 
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13. 应用信息 

13.1. 电路设计注意事项 

 

图表 25 MLX90640 电路连接 

MLX90640 使用完全兼容 I
2
C 的数字接口，可以与具备此接口的 MCU 等连接通讯，MCU 要

能提供 2.6V~5.0V 的通讯电源（强上拉），传感器使用 3.3V 供电。 

建议 R1 和 R2 取 2kΩ。 

MLX60640 的供电必须 3.3V，与之连接的单片机可以 2.6~5.0V 供电，即：对于 MLX90640

传感器，供电必须 3.3V，但 I2C 总线可以 2.6~5.0V（上拉），么有问题的。 
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13.2. 工作于“图像模式” 

在某些应用程序中，可能不需要计算温度，而仅需要有示意性的图像（例如在机器视觉

系统中），在这种情况下，不需要执行所有的计算，这样可以节省计算时间或允许使用性能

较弱的 CPU（单片机）。 

 

为了得到红外热像，只需要以下计算流程：（仅是减少了温度计算步骤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图表 26 热成像（图像）计算流程 

  

电源电压计算（所有像素共用） 

环境温度计算（所有像素共用） 

 

增益补偿 

红外数据补偿（偏移、VDD 和环境温度） 

红外数据梯度补偿 

Normalizing to sensitivity（正常化,灵敏度） 

图像数据处理 
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14. 使用建议 

光学输入端（传感器滤波镜片）的污损可能导致未知的光学信号滤波/失真，从而导致

不确定的误差产生。 

红外传感器天生易受热梯度引起的误差影响。这种现象是有物理原因的，尽管

MLX90640Bxx经过精心设计，但建议不要让MLX90640Bxx受热，特别是瞬态温度环境的影响。 

 

MLX90640Bxx 仅可可用于非接触温度测量，特殊的非常规的使用方法会导致不可预知的

结果。 

I
2
C 上的电容负载会降低通信效率。 

与电阻相比，在上拉电路中使用电流源可能会有更优的效果，进一步的改进是可以使用

专门的总线加速器。 

对通讯接口的进一步优化改进是增大上拉电流(降低上拉电阻值)。I
2
C 兼容模式的输入

电平比 I
2
C 规范具有更高的总体容错能力，但即使使用大功率 I

2
C 专用于上拉电流，低电平

的输出能力也有局限性。另一个选择是降低通讯速率来保证通讯的正确性。 

 

器件发热可能会以两种方式影响性能：一是“环境”敏感元件被加热到明显高于实际环

境温度的水平，二是在外壳上产生温度梯度，这将在本质上导致热梯度，最终影响测温精度。 

 

与大多数集成电路一样，MLX90640Bxx 也需要在电源处连接退耦电容。MLX90640Bxx 是

一种由传感器、模拟信号部分、数字部分和 I/O 电路组成的混合信号器件，为了保持低噪声，

需要对电源开关噪声进行退耦。外部电路的高噪声也会影响器件的噪声性能。在许多应用中

一个 100nF+1µF 陶瓷电容器就近与 VDD 和 Vss 连接是一个不错的做法。需要注意的是，不仅

与 VDD 管脚的距离需要尽量短，到 Vss 管脚的距离也需要尽量短。 

 

查看 www.melexis.com 了解关于 MLX90640Bxx 的最新应用说明。 
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15. 机械尺寸 

15.1. FOV 55° 

 
图表 27 机械尺寸图（55°视场） 
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15.2. FOV 110° 

 
图表 28 机械尺寸图（110°视场） 
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15.3. 标记序列号 

MLX90640 外壳上有 10 个激光标记的序列码，说明如下： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例：“0CA1010218”表示型号为 MLX90640BAA，生产批号为 10102，批号补充码为 18，有热

梯度补偿。 

  

0 A B xxxxx xx 

2 位批号补充码 

5 位生产批号 

A：110° 

B：55° 

A：无热梯度补偿 

C：有热梯度补偿 

0：MLX90640 
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16. 标准信息 

根据半导体行业的标准，我们的产品在焊接技术、可焊性和湿敏性方面都是合格的。 

有关测试方法以及产品集成过程中选择的焊接方法的正确性验证需要参考更多细节，

Melexis 建议在我们的网站上查阅焊接推荐一般指南。对于所有与上述文件中所述不同的焊

接技术(峰值温度、温度梯度、温度剖面等)，必须与 Melexis 单独商定并做分类和可行性测

试。 

Melexis 通过推广无铅解决方案，为全球环境保护做出了贡献。有关符合 RoHS 的产品

的更多信息，请访问我们网站的页面:http://www.melexis.com/en/quality-environment 

 

17. 静电防护 

电子半导体产品对静电放电(ESD)很敏感。 

在处理半导体产品时，一定要遵守静电放程序。 

 

18. 文档修订历史 
2016-07-25 初稿发布 

2016-12-15 EEPROM 内的校准数据、数据读取解释说明 

2017-01-17 一些错误修正 

2017-02-07 一些计算错误修正 

2017-02-24 增加了噪声、视场以及精度图表，一些不准确语言修正 

2017-03-02 重新排版，修正了一些语法错误和错字 

2017-05-18 RAM 二进制补码说明，像素补偿（CP）说明，增加了错误像素标记说明，

增加了“13 应用信息” 

2017-07-07 从地址寄存器更改为 0x240F，默认模式为“像素交错模式”，像素补

偿 RAM 更改 0x0709 ->0x0708 and 0x0729 -> 0x0728 

2017-08-30 增加激光标记说明，增加最多错误像素数字 4，增加测量流程，视场定

义更新 

2017-10-10 增加尺寸容差数据，一些拼写错误纠正 

2018-04-11 更新精度表， 

2018-08-03 ESD = 2kV->4kV，删除 step 测量模式，寄存器更新 

  

  

表格 13 修订历史 
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19. 联系我们 

有关本文件的最新版本，请访问我们的网站 www.melexis.com。 

如需了解更多信息，请联系我们的直销团队，并根据您的具体需求寻求帮助: 

欧洲、非洲 
电话：+32 13 67 04 95 

邮件：sales_europe@melexis.com 

美洲 
电话：+1 603 223 2362 

邮件：sales_usa@melexis.com 

亚洲 邮件：sales_asia@melexis.com 

 

20. 免责声明 

Melexis 在此提供的信息(“信息”)被认为是正确和准确的。Melexis 不承担（1）与提

供、履行或使用本协议中所述的技术数据或使用本协议中所述的产品(“产品”)有关的或由

此产生的任何和所有责任；（2）任何及所有责任，包括但不限于特别的、后果性或附带损害；

（3）任何及所有明示、法定、暗示或说明的保证，包括适用于特定用途、不侵权和适销性

的保证。Melexis 提供的技术或其他服务不会产生或产生任何义务或责任。 

所提供的资料均为“原样”（就是那个时间时的样子），Melexis 保留随时更改资料的

权利，恕不另行通知。因此，在订购产品和/或将产品设计成系统之前，用户或任何第三方

应获取相关信息的最新版本，以验证所依据的信息是当前的（对应版本的）。用户或任何第

三方必须进一步确定产品对其应用的适用性，包括所需的可靠性水平，并确定产品是否适合

特定用途。 

该信息是 Melexis 的专有和/或机密信息，使用该信息或信息中描述的任何内容并不明

示或暗示授予任何一方任何专利权、许可证或任何其他知识产权。 

本文件及其产品可能受出口管制条例的约束。请注意，出口可能需要事先获得主管当局

的授权。 

本产品适用于一般商业用途。除非另有书面约定，否则本产品的设计、授权或保证不适

用于需要扩大温度范围和/或不寻常环境要求的应用。Melexis 特别不推荐高可靠性的应用，

如医疗生命支持或生命染色设备。 

产品不得用于下列受出口管制条例的应用：开发、生产、加工、操作、维护、存储、识

别或扩散（1）化学、生物和核武器，或开发、生产、维护或存储的导弹等武器（2）民用枪

支,包括备件或弹药的武器（3）国防产品或者其他军用、执法物资（4）单独使用或者与其

他物品、物质、生物结合使用，对人身、物品造成严重损害，在武装冲突或者类似暴力情况

下可以作为暴力手段的。 

Melexis 销售的产品受销售条款中指定的条款和条件的约束，您可以在

https://www.melexis.com/en/legal/terms-andconditions 找到这些条款和条件。 

本文件取代及取代有关产品及/或本文件先前版本的所有资料。 

未经 Melexis 事先书面同意，不得复制本文件的任何部分。(2016) 

通过 ISO/TS 16949 和 ISO14001 认证 

河北稳控科技有限公司 

2019 年 9 月译（Ver1.00） 
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